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Abstract (en)
Liquid or semi-solid casting composition for producing self-healing electrical insulation comprises an encapsulated hydrophobizing compound (I)
dispersed in a polymeric resin matrix.

Abstract (de)
Flüssige oder pastöse Vergussmasse auf der Basis eines polymeren Matrixharzes oder eines Gemisches solcher Harze, für die Herstellung
von selbstheilenden elektrischen Isolierungen, wobei diese Vergussmasse in gleichmässiger Verteilung eine ausgewählte hydrophobierend
wirkende Verbindung oder ein Gemisch solcher Verbindungen in verkapselter Form enthält. Die Vergussmasse stellt ein duroplastisch härtbares
Giessharzsystem dar, vorzugsweise auf der Basis eines duroplastisch härtbaren Polykondensats, eines duroplastisch härtbaren Polyadduktes und/
oder einer Mischform derselben.
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